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一、报告简介

华经情报网发布的《2019-2025年中国半导体设备行业市场全景调研及投资战略研究报告》
涵盖行业最新数据，市场热点，政策规划，竞争情报，市场前景预测，投资策略等内容。更
辅以大量直观的图表帮助本行业企业准确把握行业发展态势、市场商机动向、正确制定企业
竞争战略和投资策略。本报告依据国家统计局、海关总署和国家信息中心等渠道发布的权威
数据，以及我中心对本行业的实地调研，结合了行业所处的环境，从理论到实践、从宏观到
微观等多个角度进行市场调研分析。

官网地址：https://www.huaon.com//detail/458402.html

报告价格：电子版: 9000元    纸介版：9000元    电子和纸介版: 9200元

订购电话: 400-700-0142 010-80392465

电子邮箱: kf@huaon.com

联 系 人: 刘老师

特别说明：本PDF目录为计算机程序生成，格式美观性可能有欠缺；实际报告排版规则、美
观。
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二、报告目录及图表目录

在半导体行业的第三次景气周期中，手机等消费电子产品取代 PC 成为行业增长的主要驱动
因素，中国是全球第一大消费电子生产国和消费国，对半导体产品的需求逐年快速提升。在
消费电子产品需求的驱动下，半导体产业开始向中国大陆转移。如今中国已是全球半导体最
大的销售市场。
在 02 专项、产业大基金的支持和培育下，我国半导体设备生产企业已经取得了一系列技术
和产品的突破，多项专项项目结项，多种类、多型号半导体生产设备研发成功，
且包括刻蚀机、薄膜沉积设备、清洗机等在内的关键半导体生产设备已在65-28nm
制程晶圆产线上实现了批量应用，成为中芯国际等晶圆生产厂商的 baseline 机台，
说明国产半导体设备已有进入主流晶圆生产线供货体系的能力。
本研究报告数据主要采用国家统计数据，海关总署，问卷调查数据，商务部采集数据等数据
库。其中宏观经济数据主要来自国家统计局，部分行业统计数据主要来自国家统计局及市场
调研数据，企业数据主要来自于国统计局规模企业统计数据库及证券交易所等，价格数据主
要来自于各类市场监测数据库。
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2.1.4 产业投资基金的支持
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2.2.1 宏观经济发展现状
2.2.2 工业经济运行状况
2.2.3 固定资产投资分析
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